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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS
A SEMICONDUCTEURS

Sixieme partie : Régles générales pour la préparation des dessins
d'encombrement des dispositifs a semiconducteurs a montage en surface

PREAMBULE
1) Les décisions ou agcords officiels de la CEl en ce qui concerne les questions techniques, préparés parde i N U $ontreprésentés
tous les Comités nationaux s'intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande masurd i iofal sur les sujets

examinés.
2) Ces décisions congtituent des recommandations internationales et sont agréées comme

3) Dans le but d'encpurager ['unification internationale, la CEl exprime le vosu que (o ités nationaux adoptent dans leurs régles
nationales, le textq de la recommandation de la CEl dans la mesure ou o le permettent. Toute divgrgence entre la

recommandation de a CEl et la régle nationale corresponds J&tre indiquée en termes ¢lairs dans cette
derniére.

La présente fjorme a été établie par

Le texte de cgtte norme est issu de

Regle deséfx\yOE P%p&n\s N}t\/k’médure des Deux Mois { Rapport de Vote
47(BC) 9}\<\ btﬁﬁ\}\\%} 47(BC)1008 47(BC)1034

47(80) 1912\ 47BCy{061

47§Q\CM\ \)(Bcn 106

K@&&\ 47(BC)1209
\>

Les rapports de yoteindiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote ayant abouti & I'gpprobation de
cette norme.

Les publications suivantes de la CEl sont citées dans la présente norme :

Publications n° 191-1 (1966) : Normalisation mécanique des dispositifs & semiconducteurs,
Premiére partie : Préparation des dessins des dispositifs & semiconducteurs.

191-3 (1974) : Troisieme partie : Régles générales pour la préparation des dessins d'encombrement des circuits
intégrés.

191-4 (1987) : Quatrieme partie : Systéme de codification et classification en formes des bottiers pour dispositifs
a semiconducteurs.

Autre publication citée :

ISO 1101 (1983) : Dessins techniques - Tolérancement géométrique - Tolérancement de forme, orientation,
position et battement - Généralités, définitions, symboles, indications sur les dessins.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR
DEVICES

Part 6: General rules for the preparation of outline drawings of surface
mounted semiconductor device packages

FOREWORD

1) The formal[decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by’ Technisal Committees\on which all the National Committees
having a special interest therein are represented, express, as nearly as possiblé}an inteiati onsensus of opinipbn on the subjects dealt
with.

2) They havethe form of recommendations for international use and they| are é al Committees in fhat sense.

3) In order tol promote intemational unification, the IEQ\g 2 \ @}Q ional Committees should adopt the text of the |EC
reeommer:fation for their national rules in so far asqationa itions(wi it. \ny divérgence between the |EC recommendation and the
corresponding national rules should, as far as possibie \ 3 the lattg

This s

Thete

Sivll\gct\hs' ule \ﬁ/e\pMn Voting | Two Months’ Procedure | Report on Voting

}1@6@% \4/7(00) 963 47(C0O)1008 47(C0O)1034

< @)1&2\/ 47(CO)1061
\7W 47(CO)1106

\47~(co>)1 144 47(C0)1209

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Reports indicated in the above
table.

The following IEC publications are quoted in this standard:

Publications No. 191-1 (1966) : Mechanical standardization of semiconductor devices,
Part 1: Preparation of drawings of semiconductor devices.

191-3 (1974) : Part 3: General rules for the preparation of outline drawings of integrated circuits.

191-4 (1987) : Part 4: Coding system and classification into forms of package outlines for semiconductor
devices.

Other publication quoted:

ISO 1101 (1983) : Technical drawings - Geometrical tolerancing - Tolerancing of form, orientation, location
and run-out - Generalities, definitions, symbols, indications on drawings.
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2.1

2.2

2.3

NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS
A SEMICONDUCTEURS

Sixieme partie : Régles générales pour la préparation des dessins
d'encombrement des dispositifs & semiconducteurs & montage en surface

Domaine d'application

Publications 191-1 et 191-3 de la CEl. Elle couvre tous les dispositi

discret et cir
Définitions

Plan de siege|

Le plan de|sié

— les boitierg 2

sorties,
— les boitierq

Plan de référe

Plan paralig¢

boitiers 4 mor

Note — Cett

its intégrés - qui sont classés dans la Forme E par Ja

a montage par

nce Q

vale

soit yne bonne approximation de la longueur de la sortie utilisée pourie montage, par exemple

191-6 © CEl 1990

des dessins
lément aux
iconducteur

erne pas les

U boitier. Sa
une sortie

e\pour chaque boitier de fagon que la longueur de la zone de projection df

lalongueur

de la partie de la sortie qui est soudée sur le substrat.

Zone de contact d'une sortie

Surface maximale sur le plan de siége & I'intérieur de laquelle la zone de projection d'une sortie est située,
compte tenu des valeurs maximales de L, etb des tolérances de position v et w-applicables a ces dimensions et
des éléments de référence.

La surface

de la zone de contact d'une sortie est égale a I, x b, avec en général :

l,=L,max. + vetb,=b max. +w

Le contrble peut étre réalisé au moyen d'un calibre approprié (voir figure 2, page 16).
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MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR
DEVICES

Part 6: General rules for the preparation of outline drawings of
surface mounted semiconductor device packages

1. Scope
This standard on mechanical standardization gives general rulesforthe ¥ putlines drawings of
surfage-mounted semiconductor devices. It supplements IEC Publications .|lt covers all surface-
mounled devices - discrete semiconductors as well as integrated-circui S Sifi E in IEC Publication
191-4

2. Definitions

2.1 Setting plane

2.2 Refergnce plan

Plgn parallel to ¢ ot apply to leadless

package).
The distan
1t ines the
Note is distance i5"a theoretical dimension which is not related to any feature of the package. Its value is

chosendor each package so that the length of terminal projection zone L, is a good|approximation of the
terminal length used for mounting, e.g. the length of the part of the terminal that is soldered to the

ato
Tatoy

2.3 Terminal land area

The maximum area onthe seating plane within which the terminal projection zone is located, taking into account
the maximum values of L,and b,. the positional tolerances v and w applying to these dimensions and the reference
datums.

The surtace of the terminal land area is equal to L, x b, with, generally:

l,=L,max. +vand b, = b max. + w

Checking can be carried out by means of an appropriate gauge (see figure 2, page 16).
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2.4 Gabarit des zones de contact des sorties

Groupe de toutes les surfaces des zones de contact des sorties d'un boitier a montage par sorties ou d'un boitier
a montage par contacts pliés, situé sur le plan de siége.

Pour les boitiers @ montage par plots, c'est la projection de leurs plots métallisés ou de leurs sorties sur le plan
de siége.

Les positions géométriques exactes des centres des zones de contact des sorties sont situées sur une grille
de module

@/ou@/,

Le gabaritfdes zones de contact des sorties n'inclut pas les tolérances résultan
des substratg de montage (cartes imprimées) ou des machines de placep

conception

2.5 Coplanéité degs sorties

L'exigence de coplanéité des sorties est donnée dans D de planéité,
Ia valeur de t

Lorsque 12 I, de position
nominale sur e coplanéité

des sorties ef

Dans tous age 13).
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2.4 Pattern of terminal land areas

The group of all terminal land areas of a leaded package or folded lead package in the seating plane.

For a leadless package, it is the projection of its metallized pads or terminals on the seating plane.

The true positions of the centers of the terminal land areas are located on a grid with as modulus

[E]/or@/,

The pattern of terminal land areas does not include tolerances stemmi

fro oanting| substrates (printed
board) design and placement machine accuracies.

2.5 Coplanmarity of terminals

The requirement for coplanarity of terminals is given j

yowing the ISO|symbol for flatness,
the tol

Wh
positio]
is stric

e-0f defined dimensions b x 1, with nominal
the requirement for copfanarity of terminals

In g erminals is clarified by a note (see page 13).
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3.1

3.2
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Reégles de dessin

Le dessin d'encombrement d'un dispositif & semiconducteur 4 montage en surface doit compr
l'ordre :

— le dessin (& proprement parler),

— les tableaux de dimensions,

— les notes des tableaux et du dessin,

— lindication des pays ayant exprimé leur soutien,
— la codification.

sections 1 et R
Les paragfaphes 3.1 et 3.2 ci-aprés donnent respectivement les tableaux d
peuvent étre

L'indicatio

La coditicgti
Dimensions 4

Des croix doivent étre spécifiées. Dar

endre, dans

-1 de la CEl,

écmer et les

P ementatres

2 de la CEl,

s la colonne

auxiliaire a droite, un code indique a quelle famifle d \e des dimensions s'applique g¢néralement,

comme suit :
L : boi
F: bpi
P: boi
Notes
Laliste des de sé réferer dans lestableaux et surle dessinest donnée & la page 13 ;
dans {a colonpe a sode indique & quelle famille de boitiers chacune des notgs s'applique
généralement graphe 3.1 ci-dessus)
Pour chaq iti icutier,0u famille de boitier, les notes applicables doivent étre numérotées a partir de

1 et dans l'ordre ou & s apparaissent dans les tableaux puis sur le dessin.
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3. Design rules

-11 -

The outline drawing of a surface-mounted semiconductor device package shall comprise, in the given

sequence:

—— the drawing (strictly speaking),

— the tables of dimensions,

— the notes to the tables and the drawings,
— the indication of supporting countries,

— the codification.

The drawing shall conform with the general rules for drawings laid down in IEC Publication 191-1 sections 1 and

2, as well as with the specific definitions of clause 2 above.

Subl-clauses 3.1 and 3.2 hereafter give, respectively, the tables of di
be cali¢d, where relevant. Supplementary dimensions and notes may be

ifled and the notes to
ired.

Inditation of the supporting countries shall be in accordance with i hapter 00, clause 1

Thel codification of package outlines shall be in accord

3.1 Dimensfons to be specified

Crogses in the tables on page 12 indica
a codelindicates for which outline families

L : leaded packages
F : folded lead pa
P : leadless p

3.2 Notes

right-hand column,

ght-hand column, a
as in 3.1 above).

bered sequentially
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Tableaux Dimensions & spécifier
Tables Dimensions to be specitied

Millimétres/inches - Note 1

Groupe 1 - Dimensions appropriées pour le montage et linterchangeabilité.

Group 1 - Dimensions appropriate to mounting and interchangeability. Famille
concemee
- Concerned
Réf. Min. Nom. Max. Degrés Notes Family
Degrees
n — X — 2 LFP
n, - X — 3 LFP
n, — X _ 3 LFP
A {X] — X LFP
A, X —_ X LF
A, X — X] F
— X(*) — B} LF
b, X — X (4 LFP
b, X — X ' EANaN F
D - X - AN
E — X — N
0 - XC) — NN AN N\
H, X — X NERRS
H, X — X NN \
oj X — X N\
L — — ] \
L, X — DN 'EY 4
v — X N
w - N
y _
ya J—
8
Groupe 2 - Dinjensions appropriées po
Group 2 - Dinmjensions approp,
b, <2 P
o] - 7 7
(&) — I\ 4
] —\ 4
- X :
N
Groupe 3 - Dirfensi a priees pour la manipulation automatique.
Group 3 - Ditpensions™appropriaté to automated handling.
A, X — X]
D X — X LFP
E X — X LFP
K X — — FP
Q Nom. LF
i Nom. LF
Groupe 4 - Dimensions pour information seulement.
Group 4 - Dimensions for information only.
c X — X L
K, — — X FP
Z, — — X LFP
Z, — — X LFP
o Nom. L
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Notes des tableaux

Notes to the tabies

1

)
(]

®

10 -

- Les dimensions en millimetres (inches)
sont déduites des dimensions d'origine en
inches (millimétres), ou bien
Les dimensions en millimétres et les di-
mensions en inches de ce boitier sont
toutes les deux des dimensions d'origine.
Bien que la plus grande attention ait été
apportée lors de la spécification des
valeurs de ces dimensions pour assurer
l'interchangeabilité entre la version en
millimétres et la version en inches, il est
recommandé & I'utilisateur de ce boitier de
consulter le dessin du fabricant pour

1

- The millimetre (inch) dimensions are deri-

ved from the original inch {millimetre)
dimensions, or

Both the millimetre and the inch dimen-
sions of this package are original dimen-
sions.

Although care has been takenwhen speci-
fying the dimension values to ensure
interchangeability between the millimetre
version and the inch version, it is recom-
mended that the user of this package
consult the manufacturer's drawing forthe

gs valeurs née
s valeurs

mnt plus qrande que la longueur des

original retference version.

DOSi-
the

ions of
minals is validly perfoqmed
efisured that these termingls fit
the pattern of terminal land afeas.
an be carried out by means ¢f an
appropriate gauge.

Means true geometrical position.

Values given within square brackets
calculated values.

are
Zone of a visible index on the top fage.

Index corner.
The pedestal is an optional feature.

Drawing of the terminals is deletgdd to
show the outline of the pedestal.

Length of terminal pad number 1 shgll be
visibly greater than the length of the ¢ther

autres piots.

La dimension du coin index k est plus
petite (plus grande) que celle des autres
coins.

10 -

terminal pads.

The index comner dimension k is smaller
(greater) than that of the other corners.

Signifie zone de tolérance projetée (voir @ Means projected tolerance zone (see ISO

ISO 1101, article 11).

5 Signifie dans ce dessin que la

distance du plan de siége au point le plus
proche de chaque sortie n'excéde pas y
mm,

1101, clause 11).

E Means in this drawing that the

distance from the seating plane to the
nearest point of each terminal should not
exceed y mm.

Famille
concemeée
Concerned

Family

LFP

LF

FP

LFP

LF
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4.1

4.2

4.3

4.4

51

-14 -

lllustration des régles

191-6 © CEl 1990

Les regles qui précédent sont illustrées par des exemples d'application a diverses familles de boitiers -

Boitiers a montage par sorties avec deux rangées paralléles de sorties

Voir annexe A1.

Boitiers a montage par sorties avec une rangée de sortie sur chacun des quatre cotés

Voir annexe-A2-

Boitiers a momtage par contacts pliés avec une rangée de sortie sur chacun d e cotes

Voir annexie A3.

Boitiers & montage par plots
Voir annexg A4. _
Valeurs recommandées

Des valeurs recommandées pour les dimensiongfigura
aprés pour différentes familles de poitiers.

Boitiers a montage par sorties alleles de sorties
Voir annexp B1.

Autres boitjers : a I'étdde.

s tableaux de la page 12 sont|données ci-



https://iecnorm.com/api/?name=fa7bd94651284c02cace2216eb7cf1cc

191-6 © IEC 1990 -15-

4. [Hlustration of the rules

The above rules are illustrated by examples of application to several package families:

4.1 Leaded packages with two paralle! rows of terminals

See appendix A1.

4.2 Leaded packages with one row of terminals on each of the four sides

Sep appendix A2.

4.3 Folded lead packages with one row of terminals on each of the four si

Sep appendix A3.

package families.

5.1 Leadey packageswit
Seg¢ appendix:1

Other packa

4.4 lLeadlgss packages
See appendix A4.
5. Recommended values
Regommended values for the dime s:o Wi\ tables on page 12 are given i

ereafter for several



https://iecnorm.com/api/?name=fa7bd94651284c02cace2216eb7cf1cc

_16- 191-6 © CEl 1990

Plan de siége
Seating plane

Vue de cdté
Side view

Plan de référence
Reference plane

Zone projetée
Projected zone

@[

s
Plan de @

Seating plan

V

ue de coté
Side view

O

Plan de référence
Reference plane

Zone projetée
Projected zone

s

Vue de dessous
Bottom view

N
ﬂ

N\

PX b, : zone de projection
d'une some (hachurée)
L,X b(, terminal projection

e —§ —d

zone hatched)

Figure 1 - lllustrations de la zone de projection d'une sortie
Figure 1 - lllustrations of terminal projection zone

Figure 2 - Vue isométrique d'un exemple de calibre
Figure 2 - Isometric view of an example of gauge
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ANNEXE A1 - Dessin de boitier a montage par sorties APPENDIX A1 - Drawing of leaded packages with
avec deux rangées paraliéles de sorties two parallel rows of terminals

NN

TOO000

BT
b
* S BEIS] g\b

Figure 1a
K a

|
l
i B
I
l

Pian de siege

lSeating plane

Figure 2

Gabarit des zones de contact des sorties
Pattern of terminal land areas

§ ] Date : 1990
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—
ANNEXE A1 APPENDIX A1 '

Millimétres/inches - Note 1

Groupe 1 - Dimensions appropriées pour le montage et l'interchangeabilité.
Group 1 - Dimensions appropriate to mounting and interchangeability.

Réf. Min. Nom. Max. Degrés Notes
Degrees
n —_— X —_ 2
A X — X
A, X X -
A, X — X1 |
- X0) = RGN
b, X — X <\ N \3
o - X = AN
; - X = ERNWAND:
= — XC) - NEINEQ 3
H, X = S NN NG
L — — X NN
L, X — X[~ > 3
v — — BN
w — — XY [N >
y — -< e X AV
2 — — XN & N
8 min. max.
N
Groupe e contrdle par calibre.
Group and gauging.
bz / X 3
[ e] — 3
— 3
1, X 3
Groupe QNS appropriées pour la manipulation automatique.
Group sidn opriate to automated handling.
A, \X — X]
D X — X
E X — X
K X — —
Q X — —
B nom.

Groupe 4 - Dimensions pour information seulement.
Group 4 - Dimensions for information only.

c X —_— X

o min. max.
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ANNEXE A1

1 - Les dimensions en millimétres sont déduites des
dimensions d'origine en inches.

2 - n correspond au nombre total de positions de
sorties.

3 - Le contréle des dimensions et des positions des
sorties est valablement réalisé lorsque I'on s'as-
sure que ces sorties s'ajustent avec le gabarit des
zones de contact des sorties. Cela peut étre réali-

1

2

3

APPENDIX A1

- The millimetre dimensions are derived from the ori-
ginal inch dimensions.

- nrefers to the total number of terminal positions.

- Check of the dimensions and positions of package
terminals is validly performed when it is ensured
that these terminals fit with the pattern of terminal
land areas. This € carried out by means of an

sé a llaide d'un calibre approprié.
(*) Signifie position géométrique exacte.

[1 Les yaleurs données entre crochets sont des
valeurs calculées.

- Zoneld'un repére visible sur la face supérieure.

4
@ Signifie zone de tolérance projetée (voir
1ISO 1101). :

=S

plan die siege au point le plus proche de thaque
sortie|n'‘excéde pas y mm.

appropriate gauge.
ign.

Ckets are calculated

op face.

at the distance from
eating plane to the nearest point of each
terminal should not exceed y im.
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ANNEXE A2 - Dessin de boitier & montage par sorties APPENDIX A2 - Drawing of leaded packages with
avec une rangée de sorties sur chacun one row of terminais on each of the
des quatre cotés four sides

MUIGERE]

Plan de siége
Seating plane

D1 v WP s 8]

il

T

i}

-+-—-1t

Gabarit des zones de contact des sorties
Pattern of terminal land areas

Figure 2

Date : 1990
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ANNEXE A2 APPENDIX A2
Millimétres/inches - Note 1

Groupe 1 - Dimensions appropriées pour le montage et linterchangeabilité. -
Group 1 - Dimensions appropriate to mounting and interchangeability.

Réf. Min. Nom. Max. Degrés Notes -
Degrees
n — X — 2
ng — X — 3
ng — X —_ 3
A X — X
A, X — X [
A, X — X1 N
A — X() — AN\
b, X - X S\ ~
D — X — NN
E — X — N\ \ /
- X(°) — 4 \ AN V) \ 4
H, X — X VAN )
H, X — X/ 7\
L — — XN %
L, X — X\ /LN 4
v - - AN ) D
w — —N_ i N_ X _OX )
y — — '\ X ~"
) [ Min. Max
Groupe|2 - Dimensions i tage et’le contréle par calibre.
Group (2 - Dimensions [appropti i auging.
b, ORW™ X 4
e & XON_ 2 — 4
e /\\ X('% — 4
e 4
f 4
Groupe
Group
A, X — {x]
D X — X
E X — X
K X -
Q X — —_— Nom.
B Nom.
Groupe 4 - Dimensions pour information seulement.
Group 4 - Dimensions for information only.
c X — X
Z, - — X
zZ, — _ X
a Nom.
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ANNEXE A2

1 - Les dimensions en millimétres (inches) sont dé-
duites des dimensions d'origine en inches
{millimétres), ou bien
Les dimensions en millimétres et les dimensions
en inches de ce boitier sont toutes les deux des
dimensions d'origine.

Bien que la plus grande attention ait été apportée
lors de la spécification des valeurs de ces dimen-
sions pour assurer Ilnterchangeabuhté entre la

-t

APPENDIX A2

- The millimetre (inch) dimensions are derived from
the original inch (millimetre) dimensions, or

Both the millimetre and the inch dimensions of this
package are original dimensions.

Although care has been taken when specifying the
dimension values to ensure interchangeability be-
tween the millimetre version and the inch version, it

user of this package
wing for the original

terminal positions.

nal positions on one
tion of dimension D.

tion of dimension E.

positions of package
when it is ensured
p pattern of terminal
1 out by means of an

DN,

ckets are calculated

top face.

bne (see 1ISO 1101,

recommandé al' utlhsateur de ce boitier de consul-
ter le|dessin du fabricant pour connaitre la version
d'origine de référence.

2 - n cofrespond au nombre total de positions de 2 -
sortigs.

3 - nycorespond au nombre de positions de sorties
sur yn cété du boitier dans la direction de la
dimefpsion D. .

n_ cofrespond au nombre de positions n@fers o the number of termjnal positions on one
sur yn coté du boitier dans la directi s package in the direq
dimepsion E.

4 - Le cqntrle des dimensions et des positio Check of the dimensions and |
sortie terminals is validly performed
sure that these terminals fit with th
zone$ de contact de land areas. This can be carrie
lisé g l'aide d'un calib appropriate gauge.

(*)  Signifi (") Means true geometrical positi

[1 Les [1 Valuesgiven within square bra
valeurs cajc values.

5 - Zone 5 Zone of a visible index on the

6 - Coin 6 index corner.

@ Signifiei.zone de tolérance projetée (voir @ Means projected tolerance z
ISO 11071, article 11). clause 11).

’-'-l Signifie dans ce dessin que la distance du

plan de siége au point le plus proche de chaque
sortie n'excéde pasy mm.

Means in this drawing t
the seating plane to the ne
terminal should not exceed y

hat the distance from
arest point of each
mm.
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ANNEXE A3 - Dessin de boitier & montage par contact APPENDIX A3 - Drawing of folded lead packages

plié avec une rangée de sorties sur with one row of terminals on each
chacun des quatre cotés of the four sides
D
/V\ note 10
b —————— Mulnl |

-] notes .
H-| | voir Figures 4, 5 b
: See Figures 4, 5

STE7)-

n° 1 L\ / \j

m
|
[:r_]l
N
A
13 B 11111 g 111

Y = & | Figure 4 Figure 5
i
‘é' note 6 B \
e{)\ﬁ' . @A :
2
] | L L
18] 01 e —— T
K Ky A
Figure 1a R 2= Z
1 1 la,
l
note 8 b, \ P
i
! t o |
a L " A w P S
A T
» 1 1
! !
- — - - Q t
!
L ] t |
! t
Plangde siege |
plan -
Vair Figure 3 :
Sqe Figure 3

Figure 3
Vue de détail
Detail view

Figure 2
Figure 1¢ Gabarit des zones de contact des sorties
Pattern of terminal land areas

l Date : 1990
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ANNEXE A3 APPENDIX A3

Millimétres/inches - Note 1

Groupe 1 - Dimensions appropriées pour le montage et 'interchangeabilité.
Group 1 - Dimensions appropriate to mounting and interchangeability.

Réf. Min. Nom. Max. l;)ezgr?ess Notes
n — X — 2
n, — X — 3
ng — X — 3
A X — X

A, X == X

A, X — X N

(2] — X() — AN

b, X — X <\ 4
b, X = X ANEAN

2 = X = N >
E — X — NENR)

[e] — X() — DO > 4
H, X — X Y\

H, X — X/ >

oj — — X \v) /1 X

L, X — AN ) > 4
v — -\ S X o 7 ]

w — — X\

y - — 1 \X

Groupe [2 - Dimensions appropri ntage etfe contrdle par calibre.

Group |2 - Dimensions ro auging
b, 2 [N N 4
[e] XCh_ > 4
[e,] X XON — 4
(o] X X/ — 4
I, 4
Groupe
Group
A, X — X1
D % ¥
E X — X
k X — -
Q Nom.
B Nom.
Groupe 4 - Dimensions pour information seulement.
Group 4 - Dimensions for information only.
c X — X
k1 — — X
Z, — — X
Z, — _ X
a Nom.
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ANNEXE A3

1 - Les dimensions en millimétres sont déduites des
dimensions d'origine en inches, ou bien
Les dimensions en millimétres et les dimensions
en inches de ce boitier sont toutes les deux des
dimensions d'origine.
Bien que la plus grande attention ait été apportée
lors de la spécification des valeurs de ces dimen-
sions pour assurer linterchangeabilité entre la
version en milliimetres et la version eninches, il est
recommandé a l'utilisateur de ce boitier de consul-

terl
d'origine de référence.

2 - n cgrrespond au nombre total de positions de
sortips.

3 - nycorrespond au nombre de positions de sorties
sur fin cbté du boitier dans la direction de la
dimgnsion D. :

n. cgrrespond au nombre de positions de sorties
sur yn cbété du boitier dans fa direction de la
dimgnsion E.

4 - Le cpntrdle des dimensions et des positions\de
sorties est valablement réalisé lorsque
sure(que ces sorties s'ajustent avec le gaba
zongs de contact des sogties. Ce
lisé & I'aide d'un calibre

(*) Signlfie position géo

[] Les |valeurs
valeurs calculées.

5 - Zong

6 - Coin|i

7 - Le pléde cment facuitatif.

8 -

Le dessin-des sottiés a été interrompu pour mon-
trer Iwm_du_médmml

APPENDIX A3

1 - The millimetre dimensions are derived from the
original inch dimensions, or
Both the millimetre and the inch dimensions of this
package are original dimensions.

Although care has been taken when specifying the
dimension values to ensure interchangeability be-
tween the millimetre version and the inch version, it
is recommended that the user of this package
consult the manufacturer's drawing for the original

terminal positions.

inal positions on one
ction of dimension D.

inal positions on one
tion of dimension E.

2k of the dimensions and|positions of package
terminals is validly performed when it is ensured
that these terminals fit with the pattern of terminal
land areas. This can be carrigd out by means of an
appropriate gauge.
Means true geometrical positjon.

Values given within square brackets are calculated
values.

Signifie zone de tolérance projetée (voir
1SO 1101, article 11).

71y |S] Signifie dans ce dessin que la distance du
plan de siége au point le plus proche de chaque
sortie n'excéde pasy mm.

5 - Zone of a visible index on thq top face.

6 - Index comner.

7 - The pedestal is an optional fgature.

8 - Drawing of the terminals is |deleted to show the
outline of the pedestal |

@ Means projected tolerance zone (see ISO 1101,
clause 11).

71y |S| Meansinthis drawing that the distance from
the seating plane to the nearest point of each
terminai should not exceed y mm.
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ANNEXE A4 - Dessin de boitier 2 montage par piots APPENDIX A4 - Drawing of leadless packages

D
note 5
~
Figure 1a
Plan de siege
I :
A
Figure 1b
|
" |
/ /
_ = —E\?EI
| £
0 BECII G an
_ Ll
. 1 L b,
- _ r‘_‘\ i |
Z RS
{
5 @S] B

Figure 2

Gabarit des zones de contact des sorties
Figure 1c Pattern of terminal land areas

: Date : 1930
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ANNEXE A4 APPENDIX A4

Millimétres/inches - Note 1

Groupe 1 - Dimensions appropriées pour le montage et l'interchangeabilité.
Group 1 - Dimensions appropriate to mounting and interchangeability.

Réf. Min. Nom. Max. Degrés Notes
Degrees

— 2

>t x| >
|
w

T ~_3

X
X

l
x| > |
b

I
x| x| |
|

I
N
//
L

x
=
3
.1

x| |
I

\
AN

O

sqtrdle par calibre.

<| &| <[ o]l m ol »2|2|>

I
|
> >4 x| x|
@
/
%2
N

Groupe
Group

o

N

[elleel e

E-NI RSN AN S

N

Groupe
Group

Q

m

Groupe 4 - Dimensions pour information seulement.
Group 4 - Dimensions for information only.

k X — —
Z — —

Z — — X

o
>
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ANNEXE A4

1 - Les dimensions en millimétres sont déduites des
dimensions d'origine en inches.

2 - n correspond au nombre total de positions de
sorties.

3 - n,correspond au nombre de positions de sorties
sur un cb6té du boitier dans la direction de la
dimension D

APPENDIX A4

1 - The millimetre dimensions are derived from the
original inch dimensions.

2 - nrefers to the total number of terminal positions.

3 - nyreferstothe number of terminal positions on one
side of the package in the direction of dimension D.

Ne cofrespond au nombre de positions de sorties
sur up c6té du boitier dans la direction de la
dimension E.

4 - Le coptréle des dimensions et des positions des
plots métallisés du boitier est valablement réalisé
lorsqye I'on s'assure que ces plots s'ajustent avec
le gafjarit des zones de contact des sorties.

(*) Signifle position géométrique exacte.

6]
'

Coin ihndex de référence utilisé pour le
ment.

<]
t

e

La lonjgueur du plot n° 1 doit étre visiblement plus
grande que la longueur degs autres plots

n, refers to the number termihal positions on one
side of the pagkage inthe-ditection of dimension £.

ositions of package

terminal land areas.

n.

R@e g index corner used fpr placement.

Length of terminal pad number 1 shall be visibly
greater than the length of the gther terminal pads.
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